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摘要： 

随 着 集 成 电 路 制 造 工 艺 的 发

展, 芯片的特征值尺寸不断地缩

小, 寄生器件对电路性能的影响也变

得越也来越显著, 电路后仿真成为集

成电路设计验证不可缺少的关键技

术. 但是集成电路规模的不断增

大, 寄生器件数目急剧膨胀, 电路后

仿真中求解非线性代数方程组所需要的

时间大幅增加, 导致电路验证时间越

来越长, 影响集成电路的设计周期和

产品交付时间。同时由于工艺偏差引起

的成品率问题也越来越严重，需要集成

电路设计工程师在芯片设计之处就需要

考虑设计参数片上偏差的影响，对设计

参数进行优化，以提高成品率，尤其是

对于大规模阵列电路，成品率的验证和

优化问题更为突出。 
欢迎大家参加！ 


